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(59  sPOSOB UPEVNENIA ELEKTRONICKYCH PRVKOV NA DOSKU Z IZOLAZNEJ HMOTY A ZARIADENIE
PRE PREVADZANIE SPOSOBU

1

Vyndlez sa tyka spdsobu upevnenis elektronickych prvkov na dosku z izola&nej hmoty
pre potreby leboratorif, amatérov & 3koly s moZnostou rozobratia celého zapojenia s minimdl-
nym rizikom poskodenia elektronickych prvkov.

Doterajsie spdsoby upevﬁovanie~a propojovania elektronickych prvkov pre vyhotovovanie
vzorku alebo overovacich zapojeni sa prevadzali péjkovanim. Pri vymene elektronickych prvkov,
alebo pri zmene zapojenia bolo nutné vyvody elektromickych prvkov odpéjkovel, &o &asto viedlo
k znifeniu elektronického prvku prehriatim. Dal¥ou nevyhodou doterajsieho spOsobu montéZe
elektronickych prvkov Jje nutnost zhotovenia tladenych spojov, ktoré je pri vyvoji novych z8a-
pojen{ &asove néro¥né a nie je tu mo¥nost univerzslneho pouZitia tledeného spoja.

fieto nedostetky odstrenuje spasob upevnenis na dosku z izoladnej hmoty, ktorého pod-
stata spo¥iva v tom, Ze plocha dosky z izolalnej hmoty sa opatri otvormi, pridom vzéjomné
vzdialenosti stredov susednych otvorov su vdade rovnaxé, do ktorych su integrované obvody a
iné elektronické sufiastky zasunuteiné v ktoromkolvek mieste dosky z izola¥nej hmoty & do
ktorych sa elektronické prvky vkladaji postupne podia predom pripravenej predlohy podnic
2z {ubovoiného miesta dosky z izola&nej hmoty, prifom elektronické prvky sa vkladajd bud len
z jednej streny, alebo z oboch jej strén, elektronicky prvok se& po vioZeni upevni vinutym
spojom aspon jedného jeho vyvodu odizolovanym elektrickym vodiéém, ktory sa bud ukonii, alebo

sa nim prepoji a upevni{ aspon jeden daldi elektronicky prvok, alebo zbernica zdro ja napdjenia,
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alebo elektricky vodivy prepoj, ktory mimodrovnove prepsja krifovenie vodiZov.

Podstata zariadenia na upevnenie elektronickych hrvkbv na dosku z”isélnénad hmoty spodi-
va v tom, %e pozostéva z pozaiineho telesai. ktoré je opatrené po ccliJ svojej alike otvorom
kruhového priereru pre vedenie odizoloveného elektrického vodida a vodiacim otvorom kruhové-
ho prierezu pre nasunutie na vyvod elektronického prvku, umiestneného v otvore dosky z izo-
ladnej hmoty, pridom hibka vodiaceho otvoru je shodné, alob§ vﬂéiia ako vyske vyvodu elektro-
nického prvku a vonkajs{ priemer pozdiZneho telesa je wen3{ ako vzdialenost dvoch susednych
otvorov dosky z bzola&nej hmoty. ' . '

Pri viacnédsobnom pou%iti dosky tladeného spoja podla\dntérajiidho epsaobu sa tdto zne-
hodnotia & tek isto sa znehodnotili aj elektronické prvky. Spdsob podle vyndlegu tieto ne-
dostatky odstranuje pretofe nepou’iva péjkovenie ani tlafeného spoja, vivody elektronickych
prvkov sa neznehodnocuje viacndsobnym pouZitim a nehrozi tu zni¥enie elektronickych prvkov
prehriatim, .

Dotera j&{ sposob montd¥e umoZnoval obmedzend mo%nost situovanis elektromickych prvikov
na dosku plodného spoja. Sposob podia vyndlezu tento nedostatek odatrlﬁude tym, Ze umoZnuje
{ubovoiné situovanie elektronickych prvkov v akomkolvek poradi. Doterajsf spdsob predpokla-
a4 vo vadsine pripadov vytvorenie nového vzorku tladeného spoja pre kefdé nové zapojenie,
do predstavuje &asovi stratu oproti spSsobu podfa vyndleszu, pretoie spdsob podia vynédlezu
umofnuje okam#itd montéZ. |

Doterajsi{ sposob je Zasove nevyhodny oproti spﬁsobu podla vyndlezu, pretOZQ apdsob
podla vyndlezu umoZnuje demontd% len odvinutim vodi¥a z vyvodu elektronického prvku & priame
vysunutie elektronického prvku z dosky, kdeZto demontdl podfa doterajiieho epaapbu vyZaduje
odletovenie a &istenie vjvodu elektronického prvka a &istenie dosky tlaieného spoja.

Podla doteraj8ieho spdsobu bolo potrebné viac precovaych nédstrojov - pdjkovelka, cin,
kolofonia, odsdvalka cinu, prepojovacie vodile. Pri spésobe podia vyndlezu je potrebné len
zariadenie pre upevnenie elektronickych prvkov jednoduchého prevedenia a odizolovany
elektricky vodid&. ' |

Po ekonomickej strénke mé spdsob podfa vyndlezu eitd vyhodu oproti doteraj¥iemu sposobu
v tom, ¥%e dosku & elektronické si¥iastky podla vyndlezu je moZné bouuf neobmezene kr4t,
,kdeéto. doska tladeného spoje a elektronické sutiastky podié doterajsieho spdsobu si po nie-
kolkondsobnom pouiti u% nepouzitefné. Vyufitie predmetu vyndlezu pogla prihldsky vyndlezu
prinesie &asové uspory, uspory na tladenych apoJoch; dspory ns elektronickych prvkoch & inom
materidli tym, Ze prvky potrebné k prevedeniu spSsobn podia PV v'sariadénie pre upevnenie
elektronickych prvkov, dosky z izoladnej hmoty, potrebny §odié, sbernica zdroja, elektrické
vodivé spoje - budi v predaji ako sada v potrebnom amnoZstve.

Na priloZenych vykresoch ‘
obr. 1 - zndzornuje dosku z izolaénej hmoty s otvorami, ,
obr. 2 - zndzornuje zariadenie pre upevnenie vinutym spojom a propojonie elektronickych

prvkov vloZenych do dosky,

obr. 3 - predstavuje jedno z moZnych vyhotoveni szbernice zdroja nepdjenia,
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obr. 4 - zndzornuje prevedénie elektricky vodivého prepoja.

Vv dal%om bude vysvetleny konkrétny priklad prevedenia predmetu vyndlezu.

Pre prevedenie apbsobu podla vynélezu pou%i jeme dosku z izolanej hmoty 1, ktord je
vyhotovend z pevnej izolaZnej hmoty fubovoiného zloZenia, ktor4 znesie befné prevédzkové
teplotné podmienky. Hribka dosky z izolednej hmoty 1 je obmedzend alzkou vyvodu elektronic-
kjch prvkov 3 a pottom zévitov vinutého spoja 4. Doske z izoledne]J hmoty sa opatri otvormi
2, ktorgch svetlost musi byl aspon tek velkd, aby do otvorov 2 boli zasunutelné vyvody
integrovanych obvodov a ostatnjch nizkovykonnych elektronickyeh prvkov. Experimentdlne bolo
zistené, %e najvyhodne jéia svetlost otvorov 2 v doske u izolalnej hmoty 1 je 1l am. Vzé jom-
né vzdialenost stredov susednych otvorov 2 Je najvyhodnejdia 2,5 mm, %o vypljva z pevnych
vzdialenosti stredov vyvodov integrovanych obvodov. Vyvody ostetnych elestrounickych prvkov
3 Jje moZné na uvedené vzdialenosti otvorov 2 vidy prispasobi{.

Rozmiestnovanie, upevﬁovanie a prepo jovanie elektronickich prvkov 3 v laborat5rnych
podmienkach, alebo v podmienkach ematérov podla vyndlezu sa prevédza tja spasobom, %e
elektronické prvky 3 se svojimi vyvodaml zasdvaji do otvorov 2 v doske 1, podla vopred
pripravenej predlohy, ¢{m je vlastné schéma zapojenia alebo scnéma z literatdry. Upevﬁova—
nie elektronickych prvxov je moZné zatal v ktoromkolvek mieste dosky z izolainej hmoty 1
podie schémy zspojenia vinutfm spojoam 4, ktorjy je prevedeny podie predmetu vyndlezu tym
spasobom, %e cez zariadenie na upevnenie elektronickych prvkov 3 prevlelieme odizolovany
elektricky vodid 6 jednjm' jeho koncom, ktory koniec sa priloZi k vyvodu elektronmického
prvku 3 a zariadenim sa tento v7vod ovinie., Tym je predbeZné upevanenie elektronického prvku
3 a elektricky spoj denéhs vjvodu prevedené. V pripede, Ze prierez elextronického prvku 3
je kruhovy, je vyhodns ovijeni ¢saf vjvodu elektronického prvku 3 previest as hranaty prie-
rez, ¢im sa dosishne lep&ieho elektrického kontektu medzi vyvodom & ovinutim a lepdieho
mechanického upevnenia. Uunlestnenie kazdého dalsieho elektronického prvka 3 na doske 1 mo-
seme volif fubovolne & tym je moZné dodrzat najkratsi elektricky spoj medzi>elextrickjmi
prvkemi 3 & je moZné dodr#af estetiku usporiadania elektronickych prvkov 3. Upevneanie
Jal%ieho elektronického prvku 3 prevedieme tym spbsobom, %e zariadenie na upevnenie elektro-
nickych prvkov 3 sa posunie po odizolovanom elektrickom vodi¢i 6 o potrebnd vzdielenost
a vyvod 9 elektronického prvku 3} upevnime a prepojime suidasne vinutym spojom 4 opisanym
sp3sobom. Eventudlne krifovenie prepojov riedime vopred pripravenym elektricky vodivym
pripojom 8 zasunutého do otvorov 2 v doske z izoladnej hmoty 1 2 opalnej strany, alebo
mbzeme riedit kriZovanie prepojov vloZenim izoldcie na odizolovany elektricky vodit 6
ne prepoj v potrebnom iseku alebo presunutim elektricky odizolovaného vodifa cez otvor 2
ne opa¥nd strenu dosky & zase spat za krifujicim vodidom.

Pri realizdcii spasobu podla vyndlezu bol s vyhodou pou¥ity odizolovany elektricky
vodié medeny postriebreny o priemere 0,25 mm.

Demontd? zapojenia realizovaného spSsobom podla predmetu vyndlezu je jednoducho preve~
ditelnd odvinutim upevﬁovacich'spojov na Jjednotlivych vyvodoch elektronickych prvkov 3, &im
je vyli¥ens moZnost znilenia alebo podkodenia elektronickych prvkov J prehriatim, pretoZe
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v spSSobe podle vyndlezu sa nepouzivajd spoje péjkovanim,

l.

PREDMET VYNALEZU

Sp3sob upevnenia elektronickych prvkov na dosku z ozola&nej hmoty a ich siu&asného prepo-
Jenia vinutym spojom s moZnostou rozobratia celého zapojenia, vyznaujici sa tym, Ze
plocha dosky z izolafnej hmoty sa opatri otvormi, prifom vzdialenosti stredov susednych
otvorov sui vdade rovnaké, do ktorych sd integrované obvody & iné elektronické prvky za-
sunuteiné v ktoromkofvek mieste plochy dosky z izoladnej hmoty @ do ktorych sa elektro-
nické prvky vkladaji postupne podla predom pripravenej predlohy podnic z lubovolného
miesta dosky z izolalnej hmoty, pridom elektronické prvky sa vkladaji bud len z jednej
strany, alebo z oboch jej strén, elektronicky prvok sa po vloZeni upevnil vinutym spojom
aspon jedného Jjeho vyvodu odizolovanym elektrickym vodi¥om, ktory sa bud ukon&i alebo

sa s nim prepoji a upevni aspon jeden aalﬁi elektronicky prvok, alebo zbernica zdroja
napdjania, alebo elektricky vodivy prepoj, ktory mimoiroviiove prepdje krifovania vodiov.
Zariadenie na upevnenie elektronickych prvkov na dosku z izola&nej hmoty podie bodu 1,
Vyznatujici sa tym, %e pozostéva z pozdliného telesa /5/, ktoré je opatrené po celej
svojej dlZke otvorom kruhového prierezu /12/ pre vedenie odizoloveného elektrického vodi-
¢a /6/ a vodiacim otvorom /11/ kruhového prierezu pre nasunutie na vyvod /9/ elektronic-
kého prvku /3/, umiestneného v otvore /2/ dosky z izolaednej hmoty /1/, prifom hibka vo-
diaceho otvoru /11/ je zhodndé, alebo véi3ia ako vyske vyvodu /9/ elektronického prvku /3/
a vonkaj3{ priemer pozdlineho telesa /5/ je mensi ako vzdialenost dvoch susednjch otvorov

/2/ dosky z izolalnej hmoty /1/.

4 vykresy
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